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高性能车规SOC及其软件架构演进
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➢ 芯擎科技介绍

➢ 核心产品介绍

➢ 软件架构演进
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3

与终端厂商紧密配合，满足汽车智能化需求，成为世界领先的汽车电子高端处理器提供商

欧洲 美国 日本 中国

汽车厂商

Tier One

汽车芯片
厂商

• 需求驱动：中国已经是整车消费最大市场，惠及全产

业链崛起；而芯片国产化率仅5%，高端空白

• 产业链驱动：高端汽车芯片产品设计过程需要参与整

车规划，因此严重依赖本地主机厂与Tier1厂商

• 供应链驱动：新冠疫情加速全球汽车芯片产能短缺， 

汽车电子在整体成本中占比30-50%，国产化速度加

快保证供应链安全

中国汽车芯片进入黄金发展期，

高端的国产化需求有望酝酿千亿级巨头

芯擎科技-高性能车规芯片供应商
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产品布局

4

可靠性
零缺陷率 、AEC-
Q100车规级芯片

质量标准

安全性
功能安全
数据安全
软件安全

高算力
L3+/L4

自动驾驶所需算力
智能座舱多核交互

先进工艺
7nm
高性能
低功耗
高集成

智能座舱多媒体芯片
Multi-OS 车载信息娱乐系统

神经网络加速引擎提供人工智能应用

自动驾驶芯片
ADAS L3+/L4

中央计算芯片
车载中央计算

中央网关芯片
网关、区域控制器

SE系列
AD系列

G系列 VC系列
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“ 龍鹰一号” 高性能座舱芯片

7nm车规工艺提供高阶座舱和泊车、辅助驾驶最优性价比

ASIL-D功能安全岛满足仪表及泊车、辅助驾驶功能安全需求

100K DMIPS CPU、900+GFLOPS GPU、8 TOPS算力AI单元，大大降低舱泊行单芯片系统方案成本

51.2GB/s LPDDR5 高带宽内存通道

12路2/3MP 60FPS camera感知能力，满足高分辨率、低延迟的数据处理要求

内置双HiFi5 DSP，提供高性能低成本的语音应用方案

完善的信息安全和国密算法保障汽车智能化安全

国内首款7nm工艺制程高算力智能座舱SoC产品，已于2023年实现量产上车，
2024年底预计量产规模百万片量级
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2025 3/31

7nm工艺制程高算力智驾SoC产品“星辰一号”，已于2024年10月成功点亮
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THANKS
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